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Nazwa Organizowanego Szkolenia:

IPC-7711A/7721A — Naprawa i Modyfikacja Uk adow Ei®nicznych oraz P yt

Drukowanych — Komponent II

Sesje Szkoleniowe z Wykazem Niektérych, Istotniejgeh Zagadnie :

Wst p:
przedstawienie programu szkolenia,

przedstawienie trenerow i uczestnikow,
zasady panuge podczas szkolenia (kontrakt),

poznanie siwzajemne uczestnikéw szkolenia,

1. Metody demonta u komponentow elektronicznych:

Usuwanie warstwy pokrywagej:
Identyfikacja warstwy pokrywagej,

o0 Metoda z wykorzystaniem rozpuszczalnika,

0 Metoda z uszczenia,

0 Metoda termiczna,

0 Metoda cierania/zeskrobywania

o0 Metoda mikro podmuchow (piaskowania),
Demonta komponentéw przewlekanych,

0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie,

0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie — cz ciowo

zagi te,

o0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie — ca kowicie

zagi te,
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o Ca kowicie zagite — metoda prostowania,

o Ca kowicie zagite — metoda z wykorzystaniem tay,
Demonta z czai PGA,

0 Metoda z wykorzystaniem fali selektywnej,
Demonta komponentu Chip,

o Rozwidlona kocéwka (grot),

0 Metoda z wykorzystaniem termopincety,

0 Metoda z wykorzystaniem garego powietrza,
Demonta komponentu bezn&owego,

0o Metoda z owijaniem lutowiem,

o0 Metoda z topnikiem,
Demonta komponentu SOT,

0 Metoda z topnikiem,

o0 Metoda z topnikiem — termopinceta,

0 Metoda z wykorzystaniem ezki do nadmuchu gocego powietrza

Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie skrzychawy

(wyprowadzenia z dwdch stron),
o Metoda z mostkiem lutowniczym,
0o Metoda z owijaniem lutowiem,
0 Metoda z topnikiem,
0 Metoda z topnikiem — termopinceta,
0 Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,
o Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta,
0 Metoda z topnikiem — termopinceta,

Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie skrzychawy
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(wyprowadzenia z czterech stron),
0 Metoda z mostkiem lutowniczym - przyssawka,
0 Metoda z mostkiem lutowniczym — napie powierzchniowe,
0 Metoda z owijaniem lutowiem — przyssawka,
o Metoda z owijaniem lutowiem — najie powierzchniowe,
o Metoda z owijaniem lutowiem — najie powierzchniowe,
o Metoda z topnikiem — przyssawka,
0 Metoda z topnikiem — napie powierzchniowe,
0 Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,
o Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta,
0 Metoda z topnikiem — termopinceta,
0 Metoda z wykorzystaniem garego powietrza,
Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie litery J,
0 Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,
0 Metoda z mostkiem lutowniczym — napie powierzchniowe
0 Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta
0 Metoda z owijaniem lutowiem — najie powierzchniowe
o0 Metoda z topnikiem — termopinceta
0 Metoda z zastosowaniem tylko topnika i pobielorejdowki,
0 Metoda z wykorzystaniem garego powietrza
Demonta BGA/CSP,
o Demonta BGA/CSP,
0 Metoda z zastosowaniem poduenia,

Demonta gniazda PLCC,
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o

o

Przygotowanie pol lutowniczych SMD,

o

o

o

2. Techniki napraw p yt drukowanych:

P cherze i rozwarstwienia

Naprawa wygicia i skr cenia,

Naprawa rozwarstwienia/pherza — metoda wstrzykiwania,

Naprawa materia u podstawowego.

Naprawa podniesionych przewodnikow,

Metoda z mostkiem lutowniczym,
Metoda z owijaniem lutowiem,
Metoda z topnikiem,

Metoda z wykorzystaniem ezki do nadmuchu gocego powietrza

Przygotowanie pol lutowniczych SMD — metoda pojerhayo

oczyszczania,
Przygotowanie pél lutowniczych SMD — metodagea,

Usuwanie lutowia z powierzchni pol lutowniczych —etoda 2z

wykorzystaniem tany,
Wyréwnywanie pola lutowniczego,
Pobielanie pola SMT,

Oczyszczanie pol SMT,

o Naprawa rozwarstwienia/pherza — metoda wstrzykiwania

0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda transplantacji obszaru,

0 Metoda transplantacji krawizi,

0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,

0 Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,
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o

o

Przewodnik z folii miedzianej — metoda z wykorzysém

ywicy epoksydowej,

Przewodnik z folii miedzianej — metoda z wykorzysém

ta my z klejem,

Metoda zgrzewania (spawania),
Poprowadzenie przewodu przez p,yt
Metoda z tuszem przewodzym,

Metoda warstwy wewrirznej,

Naprawa podniesionego pola lutowniczego.

o

o

Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,

Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,

Naprawa pola lutowniczego.

o

o

Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,

Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,

Naprawa pola montawego SMD.

o

o

Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,

Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,

Naprawa otworu metalizowanego.

o

o

o

Brak po czenia w warstwie wewirznej,
Metoda podwadjnejciany,

Po czenia w warstwie wewirznej,

ywice epoksydowe — miksowanie i nak adanie.

Przewody po czeniowe.

o

o

Przewody po czeniowe — 0ogdlne wymagania,

Komponenty BGA, metoda przewodu pezeniowego z foli
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miedzianej,
o Komponenty BGA, metoda przez p yt
10.Zaj cia praktyczne
Demonta elementow przewlekanych
Demonta elementow powierzchniowych,
Naprawa pcherza i rozwarstwienia,
Naprawa wygicia i skr cenia,
Naprawa materia u podstawowego,
Naprawa podniesionych przewodnikow,
Naprawa podniesionego pola lutowniczego,
Naprawa pola lutowniczego,
Naprawa pola montawego SMD,
Naprawa otworu metalizowanego,
Monta przewodow po czeniowych,
ywice epoksydowe — przygotowanie i zastosowanie,

11. Podsumowanie

Informacja o Uzyskanych Certyfikatach po Uko czeniu Szkolenia:

Osoby ko cz ce szkolenie otrzymajnastpuj ce certyfikaty:
a) IPC-7711A/7721A CIS - Midzynarodowy Certyfikat IPC,

b) Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowe]

Korzy ci Wnikaj ce z Obytego Szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

Posid podstawowe informacje o metodach demaomtaelementéw
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przewlekanych,

Posid podstawowe informacje o metodach demaomtaelementéw

powierzchniowych,

Zdob d informacje na temat naprawgherzy, wygi i skr ce ,

Zdob d informacje na temat napraw otworu metalizowanego,

Posid informacje na temat napraw materia u podstawowego,

Zdob d informacje na temat napraw podniesionych przewaiinj

Posid informacje na temat napraw podniesionego polanniczego,

Zdob d informacje na temat napraw pola momaego SMD,

Posid informacje na temat przewoddow pezeniowych,

Zdob d informacje na tematywic epoksydowych — miksowania i nak adan

Posid praktyczne umiefno ci demontau komponentoéw przewlekanych

powierzchniowych,

Posid praktyczne umiefno ci napraw p yt drukowanych w tym: laminatu i
wad laminatéw, przewodnikéw, pol lutowniczych, elstvania przewodow

po czeniowych,

Czas Trwania Szkolenia:

- 24 godziny (3 dni),

Charakter Szkolenia:

Szkolenie jest treningiem teoretyczno-praktycznym, trakcie ktérego zostar
zastosowane powszechne metody dydaktycznekzuaj ce efektywno szkolenia
t.j. praca w grupach, analiza nowych technik demantlementéw przewlekanych
powierzchniowych, analiza technik napraw pyt dmkaych. W czasi
poszczegoblnych zadauczestnicy pracowab d w maych i duych grupach
dyskutuj ¢, wspo pracujc i opracowujc wnioski. Zdobywanie nowych umigpo ci

w trakcie szkolenia ma charakter teoretyczno-piakiy, co wymaga prowadzer

ia,

Il

a
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zaj w formie wyk adow, wicze i warsztatow tak, aby w mbwie najwi kszym
stopniu sprzyjay sytuacjom i problemom, z jakirpbtka si absolwent szkolenia

realiach wykonywanej pracy.

W

Materia y Szkoleniowe:

Indywidualnie dla kadego uczestnika materiay szkoleniowe w tym wzory

dokumentow i formularzy dowicze , wydruk prezentacji, d ugopis, notatnik.

Pozosta e Pomoce Szkoleniowe:

Laptop z projektorem multimedialny lub rzutnik Zi&mi, ekran, flipchart, flamastry;

fartuchy ESD, opaski nadgarstkowe, kawice statycznie bezpieczne, paki
elektroniczne wykonane w technologii przewlekangjowierzchniowej s uce do
ukazania technik demonta zestawy praktyczne (p ytki komponenty) do né
technik demontau po cze wykonanych w technologii przewlekanej
powierzchniowej, pakiety elektroniczne wykonane wchnologii przewlekanej

powierzchniowej suce do ukazania technik napraw p yt drukowanych tares

praktyczne (p ytki komponenty) do tworzenia mze wykonanych w technologji

przewlekanej i powierzchniowej, stacje lutownicgegty, stacje rozlutowuge, stacje

nadmuchu gorcego powietrza, dysze, gowice do demoantakomponentow
elektronicznych, automaty lutownicze, uwizenia pick&place, rentgeny (
sprawdzania BGA po lutowaniu, drukarki szablonowanniki, spoiwa lutownicze
narz dzia r czne, rodki do czyszczenia pakietéw elektronicznych, lupykroskopy

maty stoowy statycznie bezpieczne, wiertarkiczne, wiertarki sto owe

specjalistyczne wiert a do napraw p yt drukowanyghvice epoksydowe, klejerodki
koloryzuj ce, tamy kaptonowe, specjalistyczne materiay sag do napraw py
drukowanych, chwytaki p yt drukowanych, przewody paeniowe, tamy Kklej ce,

imad a do p yt drukowanych, tygle lutownicze.

Pozosta e Informacje o Szkoleniu:

Szkolenie realizowane w dwoéch formach:

9

ety

uKi

tel./fax (054) 4112555 e-madzkolenia@renex.com.phww.renex.com.pl



szkolenia otwarte - w siedzibie firmy RENEX ,
szkolenia zamknte — wyjazdowe, realizowane u klienta,
W trakcie szkolenia dla kdego uczestnika zapewniono réwnie
obs ug dwdch przerw kawowych,

lunch,
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Informacje Dotycz ce Wielko ci Grupy (w przypadku szkole wyjazdowych,

realizowanych u klientéw):

- minimalna wielko grupy — 13 oséb,

- maksymalna wielko grupy — 18 osob,
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